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【国際特許分類】
   Ｂ３２Ｂ  27/32     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   9/36     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   5/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   2/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ３２Ｂ  27/32    　　　Ｚ
   Ｃ０８Ｊ   9/36    ＣＥＳ　
   Ｂ３２Ｂ   5/18    　　　　
   Ｈ０１Ｍ   2/16    　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｍ   2/16    　　　Ｐ
   Ｈ０１Ｍ   2/16    　　　Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成26年5月27日(2014.5.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリオレフィン系微多孔膜の少なくとも一面以上に、熔融温度またはガラス転移温度が１
７０℃～５００℃である高耐熱性高分子樹脂と、空隙率が４０～８０％である無機物粒子
と、を同時に含んで２５～６０％の空隙率を有する３～８μｍの被覆層が形成された複合
微多孔膜であって、
１）面積収縮率（１７０℃、１ｈｒ）が１０％以下であり、
２）１３０℃での引張係数が縦／横方向に０．５ＭＰａ～７．０ＭＰａであり、
３）複合微多孔膜（ＣＣＳｐ）とポリオレフィン系微多孔膜（Ｓｐ）との透過度比率が１
．１≦ＣＣＳｐ／Ｓｐ≦３．５であり、
４）複合微多孔膜の透過度が４５０ｓｅｃ以下である、
複合微多孔膜。
【請求項２】
ポリオレフィン系微多孔膜の平均孔径（Ｓｐｓ）と複合微多孔膜で被覆層が除去された微
多孔膜の平均孔径（ＣＣＳｐｓ）との比率が１．０１≦Ｓｐｓ／ＣＣＳｐｓ≦１．５であ
ることを特徴とする請求項１に記載の複合微多孔膜。
【請求項３】
被覆層を形成するための高耐熱性高分子樹脂は、熱変形温度が１７０℃以上であり、８０
℃電解液含浸率が１～２０％であることを特徴とする請求項１または２に記載の複合微多
孔膜。
【請求項４】
被覆層を形成するための無機物粒子は、平均粒子直径が０．３～１．５μｍであり、表面
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積が３～１０ｍ２／ｇであるＡｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＢａＴｉＯ３、Ａｌ（ＯＨ）３及び
ＴｉＯ２から選択される１種または２種以上の混合物であることを特徴とする請求項１～
３のいずれかに記載の複合微多孔膜。
【請求項５】
被覆層を形成する高耐熱性高分子樹脂と無機物粒子との質量比は、３０／７０～５／９５
であり、固形分含量が１０～３０％である請求項１～４のいずれかに記載の複合微多孔膜
。
【請求項６】
ポリオレフィン系微多孔膜は、厚さ８～３０μｍであり、穿孔強度０．１５Ｎ／μｍ以上
であり、気体透過度４０～２５０ｓｅｃであり、表面層の平均孔径が２５～７５ｎｍであ
ることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の複合微多孔膜。
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